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键合对准机技术规格书

1 键合对准机设备简述

键合对准机是指利用键合对准夹具和背面镜头将两片键合片进行精密对准

的机器。该键合对准的原理是利用背面镜头拍摄第一片键合片对准标记后，再放

入第二片键合片，通过实时显示对准标记、存储的对准标记以及调整承片台位置，

来完成键合片的对准。

我司键合对准机可实现晶圆间的精确对位，适配我司阳极键合机，可实现

阳极键合后对位精度小于等于±1um。

我司研发的键合对准机具有如下优点：

•操作易用性强：采用直观的可视化界面设计，流程节点清晰明了，操作逻辑

符合常规使用习惯，无论是经验丰富的技术人员还是新手，均可快速上手。自动

化流程减少了人为操作误差，提升了对准结果的一致性与可靠性。

•适配性广泛灵活：通过参数可调与夹具可更换设计，可适配 4 英寸、6 英

寸、8英寸圆形衬底及定制方形衬底，兼容 0.3mm-2mm 不同厚度的衬底材质，

满足半导体制造、MEMS 等领域的多样化应用需求。同时，调试模式支持分步

操作与参数自定义，既适用于批量生产的高效运行，也能满足研发场景下的工艺

优化需求。

•成像优化能力突出：针对对准标记的不同特性，提供多维度的成像参数调节

功能，解决了因标记亮度不足、对比度低、背景杂光干扰等问题导致的成像模糊

难题。通过软件算法与硬件配置的协同优化，确保对准标记始终清晰可辨，为高

精度对准提供坚实的图像基础。
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•工艺可追溯性强：工作日志的自动记录功能，实现了对准过程的全数据留存，

用户可随时查阅历史操作记录，便于工艺复制与质量追溯。当出现对准精度偏差

时，可通过日志数据回溯操作过程，快速定位问题根源（如参数设置不当、设备

状态异常等），提高问题解决效率。

•稳定性与兼容性佳：采用成熟的控制算法，与硬件系统高度兼容，运行过

程中无卡顿、无死机现象，确保自动化流程的顺畅执行。同时，软件支持系统

升级与功能拓展，可根据用户后续需求添加新的参数调节项、优化算法，延长

设备的使用寿命与技术先进性。

•购买该设备后，我司会提供各类工艺方案协助客户更好的实现技术；

设备型号：WD-200-3C。
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2 键合对准机功能与技术指标

2.1 功能与技术指标

键合对准机的相关功能与技术指标如表 1所示。

表 1 键合对准机功能与技术指标

序号 功能

1 实现键合对准功能

序号 名称 技术参数

1
衬底尺寸 4、6、8英寸圆片（可根据客户要求评估方片等尺寸）

2 对准精度 ±1μm

3
工件台位移

指标

X轴电动平

移台

行程±10mm；

定位精度±0.3μm；

Y轴电动平

移台

行程±10mm；

定位精度±0.3μm；

Z 轴电动升

降台

行程 50mm；

导程 1.58mm；

定位精度 3μm；

角度电动旋

转台

行程±10°；

定位精度±0.003°；

4
视觉系统指

标

工业镜头 分辨率：3.7μm；

同轴点光源（黄光）；

工业相机 传感器尺寸：1/2.5″；
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采集速度：15帧/s；

X轴电动平

移台

行程±50mm；

重复定位精度±3μm；

Y轴电动平

移台

行程±25mm；

重复定位精度±3μm；

Z 轴电动平

移台

行程±6mm；

重复定位精度±0.3μm。
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3 键合对准机操作流程

3.1 键合对准机整体操作流程

开机前检查

 确认电源是否接通。

 确认 CDA 压力为 0.6MPa。

开机、启动软件

打开盖板放置夹具 选取需要对准的键合片对应尺寸的夹具。

关闭盖板，打开真空泵

并放置第一片键合片

固定第一片键合片并

截图对准标记

推进垫片，放置第二

片键合片

执行对位操作

对位完成后，第二片

键合片上升，卡爪卡

住两片键合片

打开盖板取出夹具

关机、切断 CDA
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3.2 键合对准机工艺示例

如图 2所示为键合对准后进行 Au-Au热压键合的镜检图。

图 2 Au-Au热压键合镜检图
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